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Priifungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
(§2) Steuerungsbaustein 

(57) Steuerungsbaustein zum AnschluB an Sensoren und/oder 
Aktoren eines gesteuerten Systems sowie an einen Oaten- 
bus (29) eines Netzwerks mit 

- einem Mikroprozessor (2) 

- einem fest program mierten Speicher (3) fur ein Betriebs- 
programm bzw. ein Teil-Anwendungsprogramm 

• einem programmierbaren Speicher (4) zum Heruntertaden 
von Anwendungsprogrammen 

- einer Schnittstelle (5) fur das Netzwerk 

• einer Spannungsversorgung (6. 8) 

- einem internen parallelen Bus (9), der den Mikroprozessor 
(2), den fest programmierten Speicher (3). den program- 
mierbaren Speicher (4) und die Spannungsversorgung (6. 8) 
miteinander verbindet und 

m - wentgstens einem mit dem Mikroprozessor (2) fest verbun- 
denen Steckersockel ($11. S21) zur Aufnahme und Kontak- 
[ tierung wentgstens einer mit dem Aktor und/oder Sensor 
verbindbaren. angepa&ten Signalaufberettungs-Tochterpla- 
tine (17. 18; 17*). 
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Beschreibung 

Die Erfindung beirifft einen Steuerungsbaustein zum 
AnschluB an Sensoren und/pder Aktoren eines gesteu- 
erten Systems sowie an einen Datenbus eines Netz- 
werks. 

Fur die Steuerung insbesondere komplexerer Prozes- 
se ist es zweckmaBig, eine zentrale ProzeBsteuerung 
durch verteiite Teil-ProzeBsteuerungen zu ersetzen und 
die Teil-ProzeBsteuerungen iiber ein Netzwerk mitein- 
ander zu verbinden. Die Teil-ProzeBsteuerungen arbei- 
ten zusammen mit Sensoren. die ProzeBparameter er- 
kennbar machen, und/oder Aktoren, die auf den ProzeB 
einwirken. Da die Teil-ProzeBsteuerungen regelmaBig 
nicht unabhangig voneinander sinnvoll sind, werden sie 
regelmaBig uber ein Netzwerk miteinander verbunden, 
wobei iiber das Netzwerk Daten der Teil-ProzeBsteue- 
rungen ausgetauscht werden und regelmaBig die Ablau- 
fe in dem Netzwerk mit einem Monitor-Rechner kon- 
troliierbar. darstellbar und gegebenenfalls abspeicher- 
bar sind. 

Die die Teil- ProzeBsteuerung beinhaltenden Knoten 
des Netzwerke mussen an die jeweilige Steuerungsauf- 
gabe — und damit an die verwendeten Aktoren und/ 
oder Sensoren — angepaBt sein. Ferner mussen die 
Knoten eine Netz-Schnittstelle sowie einen Mikropro- 
zessor aufweisen, der die erhaltenen Daten in uber das 
Netzwerk iibertragbare Signale und iiber das Netzwerk 
erhaltene Befehle in Steuersignale fur einen Aktor urn- 
setzt. Die Implementierung dieser Knoten gestaltet sich 
teiiweise recht aufwendig. da sie fur jede Teil-Steue- 
> rungsaufgabe individual erfolgt. Eine wirtschaftliche 
Aufteilung einer ProzeBsteuerung in Teil-ProzeBsteue- 
rungen setzt daher haufig voraus, daB eine Vielzahl glei- 
cher Steuerungsaufgaben benbtigt werden. Ein Haupt- 
anwendungsgebiet fur Netzwerksteuerungen ist daher 
das Automobil. das in groBem Stuckzahien hergesteilt 
wird, so daB eine rationelle Fertigung der fiir das Netz- 
werk bendtigten Knotenimplementierungen mdglich ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine Im- 
plementierung von Teil-ProzeBsteuerungen, die iiber 
ein Netzwerk miteinander verbunden sind, so auszufiih- 
ren. daB der damit verbundene Kostenaufwand vermin- 
dert wird. Diese Aufgabe wird gelost durch einen Steue- 
rungsbaustein zum AnschluB an Sensoren und/oder Ak- 
toren eines gesteuerten Systems sowie an einen Daten- 
bus eines Netzwerks mit 

— einem Mikroprozessor 

— einem fest programmierten Speicher fur ein Be- 
triebsprogramn bzw. ein Teil-Anwendungspro- 
gramn 

— einen programmierbaren Speicher zum Herun- 
terladen von Anwendungsprogrammen 

— einer Schnittsteile fur das Netzwerk 

— einer Spannungsversorgung 

— einem internen parallelen Bus, der den Mikro- 
prozessor den fest programmierten Speicher, den 
programmierbaren Speicher und die Spannungs- 
versorgung miteinander verbindet und 

— wenigstens einem mit dem Mikroprozessor fest 
verbundenen Steckersockel zur Aufnahme und 
Kontaktierung wenigstens einer mit dem Aktor 
und/oder Sensor verbindbaren, angepaflten Signal- 
aufbereitungs-Tochterplatine. 

Das Konzept des erfindungsgemaBen Steuerungs- 
bausteins besteht in einem modularen Aufbau, der so 
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gewahlt ist. daB fiir eine groBe Vielzahl von Steuerungs- 
aufgaben die gleiche Architektur verwendet wird. wo- 
bei die Anpassung an die spezielle Steuerungsaufgabe 
mit Hilfe der wenigstens einen Signalaufbereitungs- 

5 Tochterplatine erfolgt. mit der die Verbindung zwischen 
dem Mikroprozessor und einem Aktor und/oder Sensor 
hergesteilt wird. Fur die Implementierung des Knotens 
steht somit ein Standard- Baustein zur Verfugung. der 
fur die in Frage kommenden Anwendungsfalle in glei- 

to cher Weise — und damit kostengiinstig — produzierbar 
ist und dessen Anpassung an diespezieile Steuerung 
uber eine einsetzbare Signalaufbereitungs-Tochterpla- 
tine erfolgt. Der Aufbau der Signalaufbereitungs-Toch- 
terplatine ist regelmaBig sehr einfach und kostengiin- 

15 stig, so daB der indtviduelle Aufwand fiir die Implemen- 
tierung eines Knotens eines Netzwerks regelmaBig au- 
Berordentlich gering ist. 

In einer Standardversion des erfindungsgemaBen 
Steuerungsbausteins ist dieser mit einem die komplette 

20 Kontaktierung des Bausteins beinhaltenden Steckersok- 
kel versehen. Der Steckersockel kann dabei vorzugs- 
weise ein industriell genormtes Bauelement sein. so daB 
der AnschluB des gesteuerten Systems und des Netz- 
werk-Datenbus mit einem genormten Stecker erfolgen 

25 kann. Der Steckersockel kann dabei Signal- und gege- 
benenfalls Stromversorgungsverbindungen zu einem 
Aktor und/oder Sensor herstellen sowie eine Schnitt- 
steile fur das Netzwerk und die Stromversorgungsan- 
schlusse umfassen. Zusatzlich kann der Steckersockel 

30 noch Anschliisse fur Statussignale aufweisen. Ein geeig- 
neter Steckersockel nach DIN 41612 weist beispielswei- 
se 48 Kontakte auf. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Steuerungsbausteins sind zwei mit dem 

35 Mikroprozessor verbundene Steckersockel zur Aufnah- 
me wenigstens einer Signalaufbereitungs-Tochterplati- 
ne vorhanden. Diesen konnen zweckmaBigerweise zwei 
weitere Steckersockel zugeordnet sein. die mit dem die 
komplette Kontaktierung beinhalteten Steckersockel 

40 verbunden sind. In diese Anordnung werden vorzugs- 
weise zwei Signalaufbereitungs-Tochterplatinen einge- 
setzt und biiden eine Standard- Konfiguration des erfin- 
dungsgemaBen Steuerungsbausteins. Dabei kann bei- 
spielsweise eine Signalaufbereitungs-Tochterplatine 

45 von einem Sensor konmende Signale fiir den Mikropro- 
zessor aufarbeiten und die andere Signalaufbereitungs- 
Tochterplatine vom Mikroprozessor kommende Steu- 
ersignale zur Steuerung eines Aktors umsetzen. 

In der Standard-Konfiguration ist — wie bereits er- 

50 wahnt — ein Steckersockel vorhanden, der die komplet- 
te Kontaktierung des Steuerungsbausteins ermoglicht. 
Vorzugsweise ist neben diesem Steckersockel ein mit 
einer Standard-Schnittstelle verbundenes Steckerteil 
vorgesehen. das einen gesonderten AnschluB. beispiels- 

55 weise eines Monitorrechners, erlaubt. Ferner kann ne- 
ben dem die komplette Kontaktierung beinhalteten 
Steckersockel ein gesondertes Steckerteil vorgesehen 
sein, daB mit der Netzwerk-Schnittstelle verbunden ist. 
Diese Konfiguration mit den separaten Steckerteilen ist 

60 insbesondere von Vorteil. wenn nicht die Standard- 
Konfiguration mit zwei Signalaufbereitungs-Tochter- 
platinen gewahlt wird, sondern eine Konfiguration mit 
einer anwendungsangepaBten Signalaufbereitungs- 
Tochterplatine. die mit eigenen Anschlussen zu einem 

65 Aktor und/oder Sensor ausgestattet ist. In diesem Fall 
kann der Steckersockel fiir die Kontaktierung des 
Steuerungsbausteins entfallen, da die Kontaktierung 
mit Sensor und/oder Aktor uber die Signalaufberei- 
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tungs-Tochterplatine und die Kontaktierung mit dem 
Netz uber die Netzwerk-Schnittstelle erfolgt. Vorzugs- 
weise ist dabei ein weiterer Steckersockel fur die Kon- 
taktierung der Signalaufbereitungs-Tochterplatine vor- 
gesehen. der wenigstens mit einer internen Stromver- 5 
sorgung und der Netzwerk-Schnittstelle verbunden ist. 
Dadurch ist es mdglich. die individuelle Signalaufberei- 
tungs-Tochterplatine gegebenenfalls mit komplexeren 
Funktionen auszustatten. die direkt auf das Netzwerk — 
und gegebenenfalls den Monitorrechner — ubertragbar ( o 
sind. 

In einer vorteilhaften Ausfiihrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Steuerungsbausteins ist dieser mit 
Leuchtdioden fur eine Statusanzeige versehen. 

Ferner ist es zweckmaBig. an dem Steuerungsbau- 15 
stein einen Miniatur-Schaltersatz vorzusehen, mit dem 
eine Kodierungdes Bausteins erfolgt. 

Vorteilhaft ist - jedenfalls in der Standard-Konfigu- 
ration des erfindungsgemaBen Steuerungsbausteins — 
eine fur den Mikroprozessor erkennbare Kodierung der 20 
Signalaufbereitungs-Tochterplatinen. so daQ der Mikro- 
prozessor die Art der Signaiaufbereitungs-Tochterplati- 
nen erkennt und uber seine l/O-Ports die geeigneten 
Eingangs- und Ausgangssignale fur diese Tochterplati- 
nen bereitstellt. 25 

Der erfindungsgemaBe Steuerungsbaustein ist vor- 
zugsweise auf einer einzigen Grundpiatine aufgebaut. 
die zweckmaBigerweise im Euro- Format ausgebildet ist. 
so daB eine vielseitige Verwendbarkeit des Steuerungs- 
bausteins gegeben ist, sei es in einem eigenen Gehause, 30 
sei es in einem eigenen Gehause, sei es ohne Gehause 
"oder als Einschub in einem Geraterahmen. 

Die Erfindung soil im folgenden anhand von in der 
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispielen naher 
erlautert werden. Es zeigen: 35 

Fig. I ein Blockschaltbild eines erfindungsgemaBen 
Steuerungsbausteins 

Fig. 2 eine realistische Anordnung der Bauelemente 
des Steuerungsbausteins auf einer Platine 

Fig. 3 eine schematische Darsteilung einer Stgnalauf- 40 
bereitungs-Tochterplatine 

Fig. 4 eine galvanisch entkoppelte Signalaufberei- 
tungs-Tochterplatine 

Fig. 5 eine thematische Darsteilung einer ProzeB- 
steuerung mit einer Vielzahl von erfindungsgemaBen 45 
Steuerungsbausteinen. wobei ein ProzeBmonitor an ei- 
nen Baustein direkt angeschlossen ist 

Fig. 6 eine Darsteilung gemaB Fig. 5 mit einem An- 
schiuB des ProzeBmonitors an den Datenbus des Netz- 
werks uber eine eigene Netz-Schnittstelle 50 

Fig. 7 eine Darsteilung gemaB Fig. 5 mit einem An- 
schluB eines ProzeBmonitors an einen ProzeBadapter 
eines Steuerungsbausteins 

Fig. 8 eine schematische Darsteilung einer applika- 
tionsspezifischen Signalaufbereitungs-Tochterplatine 55 

Fig. 9 eine schematische Darsteilung einer Steuerung 
mit Steuerungsbausteinen mit applikationsspezifischen 
Tochterplatinen 

Fig. 10 eine schematische Darsteilung der Ankopp- 
lung einer applikationsspezifischen Tochterplatine uber 60 
eine Anpassungsplatine 

Fig. 11 eine schematische Darsteilung der Ankopp- 
lung eines erfindungsgemaBen Steuerungsbausteins mit 
einer applikationsspezifischen Signalaufbereitungs- 
Tochterplatine in direkter Ankopplung an den ProzeB 65 
und an das Netzwerk 

Fig. 12 eine schematische Darsteilung eines erfin- 
dungsgemaBen Steuerungsbausteins in Standard- Konfi- 



guration mit einer externen Signalanpassungs-PIatine 
und deren Ankopplung an das Netzwerk und an den zu 
steuernden ProzeB 

Fig. 13 eine schematische Darsteilung einer Anwen- 
dungsvariante mit externen. uber einen parallelen Si- 
gnalbus gesteuerten Signalanpassungs-Platinen. 

Fig. 1 laBt eine Grundpiatine 1 erkennen. auf der in 
einer festen Anordnung ein Mikroprozessor 2, ein fest 
programmierter Speicher 3 (EPROM), ein Rrogram- 
mierbarer Speicher 4 (RAM), eine Netzwerk-Schnitt- 
stelle 5 und eine Spannungsversorgung 6 angeordnet 
sind. 

Zu dem programmierbarea fluchtigen Speicher 4 ge- 
hort eine Pufferbatterie 7. Mit der Spannungsversor- 
gung 6 ist ein Spannungsregler 8 verbunden. Die ge- 
nannten Bauelemente sind mit einem gemeinsamen in- 
ternen Bus 9 verbunden. uber den Adressen. Daten. 
Steuersignale und die Stromversorgung ubertragen 
werden. 

Die Pufferbatterie 7 Qbernimmt die Stromversorgung 
fur den fluchtigen Speicher 4, wenn die Spannungsver- 
sorgung auf dem Bus 9 ausfailt, um so das in den Spei- 
cher 4 heruntergeiadene Anwendungsprogramm bei ei- 
nem Netzausfall zu schiitzen. Die Netzwerk-Schnittstel- 
le 5 kann durch einen Umschalter 10 direkt oder uber 
einen Opto-Koppler II mit einem Umschalter 12 auf 
einen ersten Anpassungsbaustein 13 (RS 485) oder einen 
zweiten Anpassungsbaustein 14 (SI 9200) gelangen. Die 
Ausgange der beiden Anpassungsbausteine 13, 14 sind 
zu einem Ausgang T2 zusammengeschaltet. Mit diesem 
Ausgang ist ferner eine Transceiver-TochterRlatine 15 
verbunden. deren Eingang mit einem dritten Kontakt 
des Umschaiters 10 verbunden ist. Demzufolge kann die 
Netzwerk-Schnittstelle 5 direkt Uber die Transceiver- 
Tochterplatine 15 mit dem AnschluB T2 verbunden sein. 

Die Signal-Eingange/-Ausgange des Mikroprozes- 
sors 2 sind mit zwei Steckersockel St 1. S21 verbunden, 
denen jeweils ein weiterer Steckersockel S 1 2. S22 zuge- 
ordnet ist. Die Steckersockel SI 2 und S22 sind fest mit 
einem die komplette Kontaktierung des Steuerungsbau- 
steins umfassenden Steckersockel 16(PSA) verbunden. 

Mit den Steckersockeln Si t. S12 bzw. S21. S22 sind 
jeweils eine Signalaufbereitungs-Tochterplatine 17. 18 
(ScBB) kontaktiert. Unterhalb der ersten der Signalauf- 
bereitungs-Tochterplatine 17 befindet sich ein weiterer 
Steckersockel SI 3, dessen Funktion unten naher erlau- 
tert wird. 

Mit dem Ausgang des Mikroprozessors 2 ist ferner 
eine Standard-Schnittsteile 19 (RS 232) verbunden. de- 
ren Ausgang uber einen I/O-Verstarker 20 einen An- 
schluB Tl bildet. 

Eine weitere Ausgangsleitung des Mikroprozessors 2 
fiihrt Statusinformationen uber den Steuerungsbau- 
stein, die in einer Leuchtdiodenanordnung 2t sichtbar 
gemacht werden. Ein Miniatur-Tastenfeld 22 erlaubt die 
Eingabe einer Identifizierung in Form einer Adresse des 
betreffenden Steuerungsbausteins in den Mikroprozes- 
sor 2. 

Der Steckersockel S13 ist mit einer Eingangsleitung 
der Spannungsregelung 6. den Anschliissen Tl und T2 
sowie mit der Ausgangsleitung fur die Statusinformatio- 
nen verbunden. Auf diese Weise erhalt der Steckersok- 
kel SI 3 alle Anschlusse — mit Ausnahne der Verbindun- 
gen zu den Aktoren/Sensoren — unabhangig von dem 
Steckersockel 16. 

Uber den Steckersockel 16 wird dem Steuerungsbau- 
stein die Stromversorgung zugeftihrt. Der Steckersok- 
kel 16 stellt ferner die Verbindung zu dem Netzwerk 



BNeOOCtth <DE 4133636A1 JL» 



DE 41 33 

5 

und zu den Sensoren/Aktoren her und ist mit der Stan- 
dard-Schnittstelle 19 und dem Statussignai-Ausgang des 
Mikroprozessors 2 verbunden. Mit dem Steckersockel 
16 (PSA) ist ein Proz^eBanschJuB 23 verbindbar. der sei- 
nerseits mit Aktoren/Sensoren und dem Netzwerk ver- 
bunden ist. 

Der in Fig. 1 dargestellte Steuerungsbaustein weist 
ferner Steckerteile 24 und 25 auf. die separat mit der 
Standard-Schnittstelle 19 am AnschluB Tl bzw. der 
Netz-Schnittstelle 5 am AnschluB T2 verbunden sind. i 

Fig. 2 zeigt ein mogliches Layout fur einen Steue- 
rungsbaustein gemaO Fig. 1. 

An den schmalen. gegenuberliegenden Seiten der 
Grundplatine 1 befinden sich der Steckersockel 16 
(PSA) auf der einen Seite und die Steckerteile 24. 25 fur i 
die Standard-Schnittstelle und die Netz-Schnittstelle so- 
wie die Leuchtdiodenanordnung 21 und das Miniatur- 
Tastenfeld 22 auf der anderen Seite. 

An den Steckersockel 16 (PSA) schlieOen sich in 
Langsrichtung der Platine 1 nebeneinander die beiden 2 
Signalaufbereitungs-TochterRlatinen 17, 18 an. Es fol- 
gen in Dreier-Anordnungen nebeneinander Mikropro- 
zessor 2, fest prograrnmierter Speicher 3 und program- 
mierbarer Speicher 4. Dahinter sind nebeneinander an- 
geordnet die Pufferbatterie 7, die Spannungsversorgung 2 
6 sowie die weniger Platz beanspruchenden Netz- 
Schnittstelle 5 und Standard-Schnittstelle 19. Zwischen 
den letztgenannten Bauelementen und der Randbestuk- 
kung 2t. 22. 24, 25 der Platine 1 befindet sich der Span- 
nungsregler 8, die Transceiver-Tochterplatine 15 sowie 3 
die Anpassungsbausteine 13. 14. 

• Aufgrund dieser Anordnung stehen fur die Signalauf- 
bereitungs-Tochterplatinen jeweils nur ein begrenzter 
Platz zur Verfugung. wenn diese Qber die Seitenabmes- 
sungen der Grundplatine 1 nicht hinausragen sollen, bei- j 
spielsweise wegen eines entsprechenden Gehauses oder 
eines entsprechenden Einschubraumes. Dieser Platz fur 
die Signalaufbereitungs-Tochterplatinen ist im Regelfall 
vbllig ausreichend, so daO die Grundplatine 1 bei dieser 
Anordnung im Euro- Format ausgefuhrt — sein kann. < 

Fig. 3 zeigt eine Standard-Konfiguration fur Signal- 
aufbereitungs-Tochterplatinen 17, 18, die eine Signalan- 
passung fur die Signale von einem Sensor zum Mikro- 
prozessor 2 bzw. von dem Mikroprozessor 2 zu einem 
Aktor mit Hilfe geeigneter Verstarker 26, 27 vorneh- < 
men. Ober die Signalaufbereitungs-Tochterplatinen 17, 
18 kann daruber hinaus eine Stromversorgung fur die 
Sensoren/Aktoren geleitet werden. 

Fig. 4 zeigt ein Beispiel fiir eine Signalaufbereitungs- 
Tochterplatine 17'. 18'. bei der die Verstarker 26', 27' fur ; 
eine galvanische Trennung zwischen Mikroprozessor 2 
und Aktoren/Sensoren sorgen. Die galvanische Tren- 
nung kann auch fur die Spannungsversorgung uber ei- 
nen DC/DC-Wandler 28 gewahrleistet werden. 

Fig. 5 zeigt den Aufbau einer ProzeBsteuerung mit : 
einer Mehrzahl von gemaB Fig. 1 beschalteten Grund- 
platinen 1, die jeweils Qber die Steckerteile 25 — also 
ihre Netz-Schnittstelle 5 — mit einem Netzwerk-Daten- 
bus 29 verbunden sind. Die Platine N + 1 ist ferner uber 
das Steckerteil 24 ? also die Standard-Schnittstelle 19 mit 1 
einem ProzeBmonitor 30 verbunden. Ober diesen kon- 
nen die Vorgange im ProzeB und im Netz verfolgt und 
durch Anderung von Randbedingungen beeinfluBt wer- 
den. Ober den ProzeBmonitor 30 konnen ferner die je- 
weiiigen Anwendungsprogramme in den programmier- 
baren Speicher 4 der einzelnen Steuerungsbaustein her- 
untergeladen werden. 

Fig. 6 zeigt eine Variante der Steuerung gemaB Rg. 5. 
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bei der der ProzeBmonitor 30 uber eine eigene Netz- 
Schnittstelle 31 mit dem Netzwerk- Datenbus 29 ver- 
bunden ist. 

Bei der in Fig. 7 dargestellten Variante ist der ProzeB- 
monitor 30 uber den ProzeBadapter 23 und den Stecker- 
sockel 16 mit der Steuerung N + 1 verbunden. 

Fig. 8 zeigt eine applikationsspezifische Signalaufbe- 
reitungs-Tochterplatine 171. die zur Seite des Mikro- 
prozessors 2 hin uber die Steckersockel S21. SI I und 
S13 verbunden ist. Die Signalaufbereitungs-Tochterpla- 
tine 171 weist eigene Ein- und Ausgange zu Sensor und 
Aktor auf. wobei weitere Signalpfade uber gemuitiplex- 
te I/O- Expander 32 realisiert werden. 

Die physikalische GroBe dieser applikationsspezifi- 
schen Signalaufbereitungs-Tochterplatine 171 ist nicht 
festgelegt. Gegebenenfalls kann sie sowohl in der Breite 
als auch in der Lange uber die Grundplatine 1 hinausra- 
gen. Dadurch kann eine beliebig komplexe und groBfla- 
chige ProzeBanpassung erfolgen. Insbesondere konnen 
beispielsweise sehr groBe Zahlen von Sensor/Aktor- 
Eingangen realisiert werden. 

Rg. 9 zeigt eine ProzeBsteuerung mit Steuerungs- 
bausteinen mit anwendungsspezifischen Signalaufberei- 
tungs-Tochterplatinen 171. die ihre Ankopplung zum 
Netzwerk-Datenbus 29 und zum ProzeB, also insbeson- 
dere zu den Sensoren/Aktoren, aufweisen. 

In der Variante der Rg. 10 sind die applikationsspezi- 
fischen Signalaufbereitungs-Tochterplatinen 171 uber 
einen applikationsspezifischen Stecker 33 mit einer An- 
passungsplatine 34 verbunden. deren Ankopplung an 
den ProzeB uber eine applikationsspezifische Klemm- 
leiste 35 erfolgt. 

In der Variante der Rg. 1 1 erfolgt eine direkte Ver- 
bindung der applikationsspezifischen Signalaufberei- 
tungs-Tochterplatine 171 zum ProzeB durch Klemm-. 
Lot- oder Steckverbindungen. 

Fig. 12 zeigt eine weitere Variante der Signalankopp- 
lung. Der Steuerungsbaustein auf der Grundplatine 1 
weist zwei Signalanpassungs-Tochterplatinen 17. 18 auf. 
die im wesentlichen eine 1:1 Weiterleitung der l/O-Si- 
gnale des Mikroprozessors 2 bewirken. Eine auf den 
ProzeBadapter 23 aufgesteckte externe Signalaufberei- 
tung-Platine 36 besorgt eine spezifische Anpassung der 
Sensor/Aktor-Signale zum ProzeB. Die externe Platine 
36 kann beliebige physikalische AusmaBe annehmen 
und beliebige Signalmengen behandeln. Sie steilt somit 
eine Variante der applikationsspezifischen Signalaufbe- 
reitungs-Tochterplatinen 171 dar. 

Eine weitere Variante der Signalankopplung ist in 
Rg. 13 dargestellt und erfolgt Qber einen Signal-Bus 37. 
Eine Prozessor-Grundplatine 1 versorgt uber im we- 
sentlichen 1 :l durchleitende Signalaufbereitungs-Toch- 
terplatinen 17, 18 den zugehorigen Steckersockel 16 
(PSA) mit den digitalen/analogen Ein-/Ausgangssigna- 
len des Mikroprozessors 2 sowie mit den weiteren Aus- 
gangssignalen der Netzwerk-Schnittstelle 5 f der Stan- 
dard-Schnittstelle 19. den Statussignalen des Mikropro- 
zessors und mit der Versorgungsspannung. An den Stek- 
kersockel 16 ist ein PA-Busverbinder 23' angeschlossen, 
der die genannten Signale als parallele Signale weiteren 
Signalaufbereitungs-Platinen 172 (BScBB) uber Steck- 
verbindungen 23'. 16 zuganglich macht Jede der Signal- 
aufbereitungs-Platinen 172 kann z. B. uber ExRander 
oder auch direkte Signalverbindungen die entsprechen- 
den Signale uber geeignete Sensor/ Aktoranpassungen 
38 dem ProzeB bereitstellen. Der Signal- Bus 37 ermog- 
licht einen flexiblen. modularen Aufbau. Die Signalauf- 
bereitungs-Platinen 172 stellen ebenfalls eine Realisie- 
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rungsvariante der applikationsspezifischen Signalaufbe- 
reitungs-Tochterplatinen 171 dar. 

In alien Ausfuhrungsbeispielen konnen die Stecker- 
sockel 16 industriell genormte Baueiemente sein und 
vorzugsweise insgesant 48 Pole aufweisen. Diese kon- 5 
nen vorgesehen sein fur 

— jeweils 4x4 Signaileitungen plus fakultative 
Versorgungsleitungen fur die Signalaufbereitungs- 
Tochterpiatinen 17, 18 10 

— Statusleitungen 

— Anschlusse fur die Standard-Schnittstelle 19 

— Anschlusse fur die Netzwerk-Schnittstelle 5 

— Anschlusse fur die Spannungsversorgung. 

15 

Mit dem Steckersockel 16 wird die mogliche Zahl der 
Signaileitungen fur die Standard- (Configuration festge- 
legt. Eine Erweiterung ist durch die anwendungsspezifi- 
schen Signalaufbereitungs-Tochterpiatinen 17' moglich* 
die bei Verwendung desselben Mikroprozessors uber 20 
Expander o. a; eine beliebige Vielzahl von Ausgangsan- 
schliissen aufweisen konnen. 

Patentanspruche 

25 

1. Steuerungsbaustein zum AnschluQ an Sensoren 
und/ oder Aktoren eines gesteuerten Systems sowie 
an einen Datenbus (29) eines Netzwerks mit 

— einem Mikroprozessor (2) 

— einem fest programmierten Speicher (3) fiir 30 
ein Betriebsprogramm bzw. ein Teil-Anwen- 
dungsprogramn 

— einem programrnierbaren Speicher (4) zum 
Herunterladen von Anwendungsprogramrnen 

— einer Schnittstelle (5) fur das Netzwerk 35 

— einer Spannungsversorgung (6, 8) 

— einem internen parallelen Bus (9). der den 
Mikroprozessor (2). den fest programmierten 
Speicher (3) f den programrnierbaren Speicher 
(4) und die Spannungsversorgung (6. 8) mitein- 40 
ander verbindet und 

— wenigstens einem mit dem Mikroprozessor 
(2) fest verbundenen Steckersockel (SI 1. S21) 
zur Aufnahme und Kontaktierung wenigstens 
einer mit dem Aktor und/oder Sensor verbind- 45 
baren, angepaBten Signalaufbereitungs-Toch- 
terpiatine(17,18;17'). 

2. Steuerungsbaustein nach Anspruch 1 mit einem 
die komplette Kontaktierung des Bausteins bein- 
haltenden Steckersockel (16). 50 

3. Steuerungsbaustein nach Anspruch 2, bet dem 
der Steckersockel (16) Signal- und gegebenenfalls 
Stromversorgungsverbindungen zu einem Aktor 
und/oder Sensor herstellt sowie eine Schnittstelle 
fur das Netzwerk und die Stromversorgungsan- 55 
schliisse umfaOt. 

4. Steuerungsbaustein nach Anspruch 3, bei dem 
der Steckersockel (16) ferner Anschlusse far Sta- 
tussignale aufweist. 

5 Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche I 60 
bis 4 mit zwei mit dem Mikroprozessor (2) verbun- 
denen Steckersockeln (SI 1.S21) zur Aufnahme we- 
nigstens einer Signalaufbereitungs-Tochterplatine 
(17,18; 17'). 

6. Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche 2 65 
bis 4 und Anspruch 5 mit zwei weiteren Steckersok- 
keln (SI 2, S22) zur Aufnahme wenigstens einer Si- 
gnalaufbereitungs-Tochterplatine (17, 18; 17'), die 
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mit dem die komplette Kontaktierung beinhalten- 
den Steckersockel (16) verbunden sind. 

7. Steuerungsbaustein nach Anspruch 6. bei dem 
zwei Signalaufbereitungs-Tochterplatinen (17. 18) 
in die Steckersockel (SI 1, S12; S21, S22) eingesetzt 
sind. 

8. Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche 2 
bis 7, bei dem neben dem die komplette Kontaktie- 
rung beinhaltenden Steckersockel ein mit einer 
Standard-Schnittstelle (19) verbundenes Stecker- 
teil (24) vorgesehen ist. 

9. Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche 2 
bis 8 ? bei dem neben dem die komplette Kontaktie- 
rung beinhaltenden Steckersockel (16) ein mit der 
Netzwerk-Schnittstelle (5) verbundenes Steckerteil 
(25) vorgesehen ist. 

10. Steuerungsbaustein nach einen der Anspruche I 
bis 9, bei dem eine Miniatur-Schalteranordnung 
(22) zur Kodierung des Bausteins vorgesehen ist. 

1 1. Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche 
I bis 10 mit Leuchtdioden (21) fur eine Statusanzei- 
ge. 

12. Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche 
I bis 1 1 mit einem weiteren Steckersockel (SI 3) fur 
die Kontaktierung einer Signalaufbereitungs-Toch- 
terplatine (17'). der wenigstens mit einer internen 
Stromversorung und der Netzwerk-Schnittstelle 
(5) verbunden ist. 

13. Steuerungsbaustein nach Anspruch 12. bei dem 
die Signalaufbereitungs-Tochterplatine (17') mit ei- 
genen Anschiussen zu einem Aktor und/oder Sen- 
sor ausgestattet ist. 

14. Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche 
I bis 13, bei dem die Signalaufbereitungs-Platinen 
(17. 18; 17') mit einem fur den Mikroprozessor (2) 
erkennbaren Code versehen sind. 

15. Steuerungsbaustein nach einem der Anspruche 
1 bis 14, der auf einer Grundplatine (1) aufgebaut 
ist. 

16. Steuerungsbaustein nach Anspruch 15, bei dem 
die Grundplatine (l)das Euro-Format aufweist. 
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